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全文摘要
本次会议由方正机械的分析师介绍，重点讨论了玻璃基板在专业投资机构客户及受邀客户面前的应用情况，涵盖了显示和封装领域的应用前景。玻璃基板在显示领域，如海信和三星的产品中展现出广泛应用，同时在封装领域作为临时载具及信息封装展现出巨大潜力。特别强调了从下半年至明年上半年，玻璃基板将进入商业化关键阶段。讨论还涉及了玻璃在集成电路（IC）封装中的应用，包括英特尔EMIB和台积电的玻璃应用案例，以及康宁的玻璃桥方案在CPU应用的前景。分析师指出，随着技术发展和产业节点临近，设备购置将前置，建议投资者持续关注激光诱导设备及相关产业链变化。最后，会议感谢了听众并介绍了获取更多专业内容的方式。

章节速览
00:00 玻璃基板技术在显示与封装领域的应用进展
会议介绍了玻璃基板在显示和封装领域的应用，特别是其在显示面板的大面积商业化进程，以及作为临时载具的机械稳定性和表面平整度优势。强调了激光和机械玻璃技术对透明度和机械稳定性的高要求，并指出康宁玻璃载具在这些方面的显著优势，预示着短期内商业化前景广阔。

04:08 玻璃在中介层与白板应用中的优势探讨
讨论了玻璃在中介层和白板应用中的性能优势，包括电气性能、机械应力处理、表面平整度等方面，认为玻璃有望在下一代post service合二为一的应用场景中发挥重要作用，特别是在信号转接和布线密度要求高的领域。

07:33 玻璃基板在先进封装技术中的应用及前景
讨论了英特尔EMIB与台积电compose工艺下玻璃基板的应用，包括作为IC甲板access层和改版替代方案，以及康宁glass bridge方案在光信号传输中的潜力，指出玻璃基板在CPU应用中电气性能和机械应用的重要性，预示其在下一代CPU电口过关口传输技术中的核心地位，商业化进程加速。

11:35 玻璃基板产业链加速发展与设备购置趋势
对话讨论了玻璃基板在COBOS工艺至QWORD场景的应用前景，以及产业链上下游的技术匹配和加速进展，特别提及三星机电、京东方、财务股份和沃德纲光电等企业的布局。核心推荐关注激光诱导设备，如地尔、德隆和英诺维纳蒂尔，预计2027-2028年产业节点临近将加速设备购置，下半年可能进入批量购买期。

发言总结
发言人1
他（方正证券机械分析师郝瑞琪）着重讨论了玻璃基板在专业投资领域的应用及产业化进展，强调此次会议内容专为方正证券客户及受邀人士准备，第三方观点非官方立场，信息不构成投资建议。会议遵守监管规定，禁止敏感信息讨论，且禁止录音、传播。郝分析师深入分析了玻璃基板在显示、封装及载具应用领域的现状与趋势，强调其机械稳定性、表面平整度等优势，指出其在电子产品制造中的潜在替代与应用前景。同时，提及了设备与材料的进展，并对相关企业提出了关注建议。最后，鼓励投资者关注“思维纪要社”公众号以获取更多资讯。

要点回顾
在显示领域，玻璃基板的应用情况如何？
发言人1：目前在显示领域，海信已推出基于巨量转移技术的产品，实现了玻璃基板的应用场景。主要分为包含TGV和不包含TGV两种技术类型，其中打孔技术主要采用国内方案，而不打孔技术则以三星和BO等企业为核心产品路径。目前大面积产品已进入商业化阶段，预计在接下来的2-4年内会进一步推广。

玻璃在信息封装领域的具体应用和技术要求是什么？
发言人1：在信息封装领域，玻璃凭借其高布线密度、机械应力和翘曲控制能力，能够在post层与inter layer结合的应用场景中发挥重要作用。它可以实现更细小的运作，并可能通过替代pose层，有效解决应力分布问题，从而在下一代技术中占据广阔的应用优势。

为什么在封装载具中会选择使用玻璃作为下一代材料？
发言人1：选择玻璃作为下一代封装载具的原因在于其出色的机械稳定性和平整度，以及对激光加工和透明度的高要求。相比传统的硅载具，玻璃在边缘硬度和平整度上具有显著优势，并且有望在短期内具有更强的商业化前景。

对于玻璃在中介层和白板上的应用，您有什么观点？
发言人1：在中介层和白板的应用上，虽然关于玻璃是否替代了power或street存在争议，但争论的必要性并不强。玻璃因其电气性能优势，尤其是窄带和低损耗特性，在替代某些功能时，可能会对现有方案产生一定影响。无论从便捷性还是机电性能考虑，玻璃都具有在下一代技术中被广泛应用的可能性。

目前英特尔EMB和台积电coEMB工艺中玻璃的应用情况如何？
发言人1：在英特尔EMB工具中，玻璃已被应用于甲板层与操作层基本合二为一的设计中，芯片直接下放甲板层，中间包含玻璃介质层，上下有多层RDL。同时，在台积电的coEMB工艺中，玻璃作为IC甲板的access层出现。随着技术发展，有消息指出，苹果公司也在尝试将玻璃应用于盖板技术环节，若电气性能和机械性能达到coEMB的应用标准，将进一步推动玻璃在供应链中的应用进程。

康宁的glass bridge方案在CPU中的应用情况如何？玻璃在CPU中的商业化进程有何进展？
发言人1：康宁的class three方案中，玻璃在CPU中的应用关注度很高。当前CPU场景中，玻璃应用主要分为两部分：一部分是作为some tread或important组件，但实际应用较少；另一部分则是康宁新推出的glass bridge方案，该方案基于光纤传输或光信号传输，在单片玻璃基板内通过激光实现能力交换技术来导通光信号，起到接入光信号的作用。不过，这个方案目前仍处于产业链前期阶段，商业化进程可能要等到28年左右。自今年年初至今，玻璃在CPU中的应用前景和商业化进程加速明显。台积电的工艺变化可能导致玻璃应用前景前置到q word场景。此外，全产业链都在加速布局，包括康宁、京东方在内的材料和设备供应商都在进行玻璃基板的布局和技术匹配。三星机电也进行了玻璃基板材料的布局，国内的京东方、财务股份和沃德纲光电等公司在玻璃原片方面也有了积极进展。

对于激光诱导设备，在玻璃基板产业链中的角色是什么？
发言人1：鉴于玻璃基板产业链的加速变化，特别是随着27至28年产业节点临近，激光诱导设备将扮演关键角色。目前，诸如地尔、德隆、英诺维纳蒂尔等公司在国内外的小批量出货优势明显，且未来设备购置节奏将明显前置，预计在今年下半年会进入设备批量购买期。德和英诺在国内外的送样验证进程也非常激进，因此建议投资者重点关注这些公司。


